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13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

  
13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

  
14th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

  
Wie „smart“ ist Smart Power Leistungselektronik unter Störbeeinflussung?
Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in) & Kastner, P. (Redner/in)
12 Juni 2018 → 13 Juni 2018

  
14th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
2 Juni 2018 → 5 Juni 2018

  
Time domain FEM computational approach for calibration of surface scan method
Bauer, S. M. (Redner/in), Biro, O. (Beitragende/r), Koczka, G. (Beitragende/r), Gleinser, A. (Beitragende/r), Winkler, G.
(Beitragende/r) & Deutschmann, B. (Beitragende/r)
16 Mai 2018



  
2018 JOINT IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND ASIA-PACIFIC
SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)
14 Mai 2018 → 17 Mai 2018

  
2. Sitzung des Programmbeirats Silicon Austria Errichtungs GmbH (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
25 Apr. 2018

  
Lange Nacht der Forschung 2018
Bezhenova, V. (Organisator/-in), Michalowska-Forsyth, A. M. (Organisator/-in), Deutschmann, B. (Organisator/-in), Fuchs,
M. (Organisator/-in), Winkler, G. (Organisator/-in), Auinger, B. (Organisator/-in), Scherzer, M. (Organisator/-in), Dorner, E.
(Organisator/-in), Fink, S. (Organisator/-in), Eisenkölbl, D. (Organisator/-in), Reisenhofer, T. (Organisator/-in), Juch, N.
(Organisator/-in) & Söser, P. (Organisator/-in)
13 Apr. 2018

  
Locating EMC problems at the surface of ICs and PCBs
Deutschmann, B. (Redner/in)
13 Apr. 2018

  
Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits – An Introduction to EMC Test Methods
Deutschmann, B. (Redner/in)
12 März 2018 → 16 März 2018

  
Gridconv - Innovativer HVDC/DC Converter für HVDC-Netze
Auinger, B. (Beitragende/r), Deutschmann, B. (Beitragende/r), Schichler, U. (Beitragende/r), Krischan, K. (Beitragende/r),
Horn, M. (Beitragende/r), Reichhartinger, M. (Beitragende/r) & Renner, H. (Redner/in)
14 Feb. 2018

  
1. Sitzung des Programmbeirats Silicon Austria Errichtungs GmbH (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
8 Feb. 2018

  
Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)
Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2018 → 31 Dez. 2018

  
Fabian Vargas
Bezhenova, V. (Gastgeber/in) & Deutschmann, B. (Gastgeber/in)
11 Dez. 2017

  
Introduction to Electromagnetic Compatibility
Auinger, B. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in) & Fuchs, M. (Redner/in)
21 Nov. 2017 → 22 Nov. 2017

  
25th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
12 Okt. 2017

  
11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

 



11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

  
11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

  
8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

  
8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

  
2017 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, APEMC 2017 (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
20 Juni 2017 → 23 Juni 2017

  
13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
12 Juni 2017 → 15 Juni 2017

  
GriDConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – Background and Design
Krischan, K. (Redner/in), Auinger, B. (Redner/in), Schichler, U. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in) & Renner, H.
(Redner/in)
26 Apr. 2017

  
GriDConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – The Electronic System
Auinger, B. (Redner/in), Vollmaier, F. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in), Krischan, K. (Redner/in) & Schichler, U.
(Redner/in)
26 Apr. 2017 → 27 Apr. 2017

  
Störemission von Leistungselektronik
Deutschmann, B. (Beitragende/r), Winkler, G. (Beitragende/r) & Auinger, B. (Beitragende/r)
26 Apr. 2017

  
Leistungselektronikschau im Rahmen der 15. EMV - Fachtagung
Muetze, A. (Organisator/-in) & Deutschmann, B. (Organisator/-in)
16 Apr. 2017

  
Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)
Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2017 → 31 Dez. 2017

  
Susceptibility of Precision Operational Amplifiers to EMI
Deutschmann, B. (Redner/in)
30 Nov. 2016

  
Erfolgreich führen und kommunizieren
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
24 Nov. 2016

 



Arbeitsrecht für wissenschaftliche Führungskräfte
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
15 Nov. 2016

  
LTSpice Seminar with Mike Engelhardt
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
28 Okt. 2016

  
24th Austrian Workshop on Microelectronics
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
19 Okt. 2016

  
12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

  
12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

  
12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

  
12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

  
Spread Spectrum Clocking for Emission Reduction
Deutschmann, B. (Redner/in)
15 Juni 2016

  
Inauguration and Radhard Symposium
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
7 Juni 2016 → 8 Juni 2016

  
Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal Integrity (APEMC)
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
17 Mai 2016 → 21 Mai 2016

  
14. EMV Fachtagung
Deutschmann, B. (Redner/in)
12 Apr. 2016

  
Power Supply Meets EMC-Know How
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
16 Feb. 2016

  
Expertenworkshop "Sensorik / Mikroelektronik" im Rahmen des HTS Strategieentwicklungsprozesses
Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
10 Feb. 2016

  
Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)
Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016



  
Digital Control Strategies for EMI reduced switching of Smart Power Switches
Deutschmann, B. (Ausführende/r)
18 Dez. 2015

  
10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2015
(Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
10 Nov. 2015 → 15 Nov. 2015

  
10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2015
(Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
10 Nov. 2015 → 13 Nov. 2015

  
International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
10 Nov. 2015 → 13 Nov. 2015

  
International Symposium on Electromagnetic Compatibility
Deutschmann, B. (Redner/in)
16 Aug. 2015 → 22 Aug. 2015

  
Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
25 Mai 2015 → 29 Mai 2015

  
Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)
Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2015 → 31 Dez. 2015

  
22nd Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
14 Okt. 2014

  
AMP-S Design Symposium
Deutschmann, B. (Redner/in)
14 Mai 2014

  
Microelectronics Systems Symposium, MESS
Deutschmann, B. (Redner/in)
9 Mai 2014 → 10 Mai 2014

  
Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)
Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2014 → 31 Dez. 2014

  
9th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
15 Dez. 2013 → 18 Dez. 2013

  
9th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
15 Dez. 2013 → 18 Dez. 2013



  
Austrochip 2013, 21st Austrian Workshop on Microelectronics
Deutschmann, B. (Redner/in)
10 Okt. 2013

  
8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
6 Nov. 2011 → 9 Nov. 2011

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
17 Nov. 2009 → 18 Nov. 2009

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
17 Nov. 2009 → 18 Nov. 2009

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Mitglied)
17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

  
7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)
Deutschmann, B. (Peer reviewer)
17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

 
 
Projekte  
Absorbers - Elektronische Messungen mit Absorbern
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
17/04/19 → 22/05/20

  
ARCADE - Neue und erweiterte dynamische Pulstestkonzepte für integrierte und diskrete Leistungshalbleiter
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/05/24 → 30/04/27

  
Cotomics - Computertomographie IC mit hoher Strahlungsimmunität
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Michalowska-Forsyth, A. M. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/02/15 → 30/11/18

  
Dissertation Schneider - Bewertung der Einflussgrößen auf die Lebensdauer von resonanten MEMS-Spiegeln anhand von
Strommessungen
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/09/23 → 31/08/26

  
Elektromagnetische Verträglichkeit elektronischer Systeme
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Winkler, G. (Teilnehmer (Co-Investigator))



1/01/95 → 31/12/24

  
Elektronische Schaltungstechnik
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/95 → 31/12/24

  
EM2APS - Verbesserte Materialien, Methoden und Anwendungen für Power Devises & Systems
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/10/14 → 30/09/17

  
EMV-Geräte - EMV gerechte Geräteentwicklung
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/08/24 → 31/07/25

  
EMV Support - Elektromagnetische Verträglichkeit Support
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
26/08/21 → 30/09/22

  
ESD PROMEMO - ESD Protection Structure Design & Prototyping, Measurement and Modeling
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/08/21 → 30/06/22

  
EU - NanoCaTe - Nano-carbons for versatile power supply modules
Kappel, R. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/10/13 → 30/09/17

  
FPES2020 - Zukunft der Leistungselektronik-Systeme 2020
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/05/15 → 30/04/18

  
Inno-EBS - Interdisziplinärer Wissenstransfer in Electronic Based Systems (EBS) zur Stärkung der Akteure der
Wertschöpfungskette
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Jandl, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Kreuzer, E. (Teilnehmer (Co-
Investigator))
1/02/20 → 31/07/23

  
METIS - Mikroelektronik-Ausbildung, Industrie und Kompetenzen
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/20 → 31/12/23

  
PREMI - Vorabschätzung der elektromagnetischen Störungen elektronischer Systeme
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/01/22 → 30/06/24

  
R-MULTICHARM - Multidisziplinäre Charakterisierung & Modellierung für innovative Prozess- & Produktintegration
Radl, S. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Rosenauer, P. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Deutschmann, B. (Teilnehmer
(Co-Investigator))
1/03/21 → 29/02/24

  
Robust SiC - Robustes Mehrkanal-Anwendungsstresskonzept für neue Hochleistungs-Halbleitertechnologien
Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/03/19 → 28/02/22

  
Smart Power ASICs - Evaluierung und Bewertung von Fehlfunktionen von betriebenen Smart Power ASICs während
ESD-Gunshot-Test. Erarbeitung von Messverfahren, Laboranalysen und Designmaßnahmen für robustes Design.



Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/02/25 → 31/01/28

 


